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Abstract (Basic) : BE 891258 A 

The encapsulation consists of a moulded body which encloses the 
chip, the front face of the chip carrying the electrodes. The 
conductive elements forming the external contacts and the connections 
to the chip are produced from a single piece. A second single piece 
conductor forms large area tongues of metal which are in contact with 
the rear face of the chip and are brought out to at least one external 
contact per tongue. The encapsulation is rectangular with extended 
corners which protect the external contact parts of the conductors. 

The two contacts either side of each corner are connected to the 
metal tongues which serve as heat sinks and mechanical support. The 
connectors and support can be produced from a single band .of metal/ 
connected to the chip and then moulded with a subsequent spool to spool 
trimming, cleaning, cropping and lead-forming operation and stacking in 
dispensers. The connector pattern is formed by a mask and chemical 
attack which can be easily changed to adapt to different chips. 

Abstract (Equivalent): GB 2088635 B 

An encapsulation for a semiconductor integrated circuit chip, the 
chip having a front and a back side, the front side having electrodes 
thereon, the encapsulation comprising a moulded body member enclosing 
the chip, first unitary lead members connected to respective ones of 
the said electrodes and having integral contact portions external to 
the body member and second unitary lead members integral with 
large-area tab members in contact with the back side of the chip. 
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FORMING; SINGLE; SHEET; ADAPT; CHIP; SPOOL; SPOOL; MANUFACTURE; PROCESS 

Derwent Class: Ull 

International Patent Class (Additional): H01L-021/68; H01L-023/50; 
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N° 891.258 
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WINtSTtRE DCS AFFJURtS tCOHOWQUES 



Mis «n Uctur* l«: 
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16 -03- 1982 



Le MWstre 6t% Affalm Ecooomlque*> 

Vu la hi du 24 mai 1854 sur tes brevets ^invention ; 

Vu ta Convention cf Union pour ta Protection de la Propria Indusrrielle ; 

Vu lc-prvch^verbal dress* U 26 novembre »81 a ^ A - 55 
au Service de la Propri&te industrielle; 



ARRETE: 

Article 1. - tl est d€ivrf a la St 6 dite : WKTSRN ELECTRIC COMPANY 
INCORPORATED 

222 Broadway, New York, 1T.T. (Etats-Uais d'Amerique) , 
repr. par les Bureaux Tender Haeghen a Bruxelles, 

brevet a invention pour : Encapsulation pOUT Un Circuit integTe, 



qu'elle declaim avoir fait l'objet d'une demande de brevet 
deposee aux Etecs-Unis d'Amerique le 28 novembre 1980, 
n°~ 210-776 au nom de -A. J. Ingram, et I- Weingrod dent elle 
est I'ayant cause. 



Article 2. — Ce brevet lui est diiivri sans examen priatable. a ses risques et 
perils, sans jiarantie soit de la realiti. de la nouveauti cu du mirite de Cinvention. sou 
de I exactitude de ia description, et m*s ptejucia: an crsii acs 

Au present arrcti demeurera pint un des doubles de la spicijication de invention 
(mimoire descriptif et eventueUernent dessins) signes par tintiressi et diposes a fapput 
de sa demande de brevet. 

Brujcellcs, le 15 decembre 19 81 

PAR DELEGATION SPECIALE : 
Le Diircteur 




L. SALPETEUR 
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A. J •Ingram 1-2 Belgium DESCRIPTION 

B. 74 846 DS 

jointe & une demands do 

BREVET BELGE 

♦ 

d4oos6e par la society dite: 



WESTERN ELECTRIC. COMPANY, INCORPORATED 



ay ant pour o' 



bjet: Encapsulation pour un circuit, integre 



Qualification propcsee: BREVET D'lNVENTION 

Priorite d'une demande de brevet <^*™*2?£^ 
?Amerique le 28 novembre 1980 sous le »• 210.776 aux 
de Arthur J. INGRAM et Irving VJEINGROD 
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I* prisente Invention concern* 1 1 encapsulation das 

puces de circuits int6gr4s & semiconducteurs. 

On encapsule les puces de semiconducteurs & la 
fois pour la protection et pour la commodity de l 1 intercom- 
5 nexion des circuits des puces avec des bomes situfies sur 
des supports de montage tels que des cartes de circuit 
imprim6. L 1 encapsulation facilite 6galement 1c test et le 
montage automatique de puces dans un dispositif . II existe 
une tr£s grande vari6t6 de bottlers de puces de circuits 

10 int£gr€s, nais les types en matiSre plastique pcst-moul6e, 

^ non hermStiques, tels que le boitier a double rang£e de con- 
nexions et le boStier du type porte-puce, prfisentent un 
inter§t raajeur. Des normes existent ou^sont en cours d 1 Ela- 
boration pour les boStiers de ces types, et' ces normes 

15 prescrivent les dimensions gSnerales, les types de contacts 
externes et l'ecartement entre contacts* 

L 1 encapsulation de dispositif s a semiconducteurs 
constitue cependant une proportion considerable du coflt 
total d'un dispositif termine. Des efforts permanents sont 

20 done consacr^s au d^veloppement de bottlers et de techni- 
ques d 1 encapsulation qui reduisent le coQt, assurent une 
fiabilit£ §levee et conduisent £ une taille reduite. Les 
techniques automatisees de fabrication, de test et de monta- 
ge contribuent a diminuer le cout et a augmenter la fiabl- * 

25 lite, II est egalement souhaitable gu'une structure de bot- 
tler particuliere puisse recevoir, avec peu cu pas de chan- 
gement, diverses puces de semiconducteurs dif f erentes. Ceci 
a pour consequence de reduire au minimum le nombre total de 
tallies de boltier ndcessaires pour toutes les tallies de 

30 puces, 

Le brevet U.S. 4 132 856 decrit une encapsulation 
d'une puce de circuit integre a semiconducteurs dans 
laquelie des conducteurs formes d : une seule piece sont con- 
nectes a des Electrodes du cQte avant de la puce et se ter- 
35 minent par des contacts exterieussau corps d' encapsulation 
en matiere plastique moulee. Un element metallique separe 
est nScessaire pour etablir un contact thermique avec le 
cote axriere de la puce et pour etablir un support mecanique 
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avant la formation du corps en oatiir* plastlqua »oul*e* Laa 
6l£ment3 conducteurs peuvent 8tr« forais & partlr d'un seul 
morcoau do feuille m6tallique, comme une bande & 61 fa en t a 
poutres, mais la nScessit* d 1 employer l^liment xnfttallique 
5 s6par< complique I'opiration d 1 encapsulation, 

Conform&nent & 1 'invention, le contact thenaique 
et, si on le desire, £lectrique avec la face arriire de la 
puce et le support mfecanique pendant la fabrication sont 4ta- 
blis par des 6l&nents conducteurs en une seule piece rfiali- 
10 ses d'un seul tenant avec des languettes d'aire £lev£e qui 
sont en contact avec la face arriere de la puce. 

Cette forme d 1 encapsulation se prSte particuli&re- 
ment bien a 1 'utilisation d'une bande & fil&nsnts poutres 
passant d'une* bobine & une autre, du fait que tous les €le- 
15 ments conducteurs et tcutes les languettes peuvent €tre for- 
mis & partir d'une seule 'feuille de mStal. 

L'invention sera mieux comprise a la lecture de la 
description qui va suivre de modes de rSalisation et en se 
referant aux dessins annexes sur lesquels : 
20 La figure 1 est une representation en perspective, 

partiellement arrach£e et en coupe, d'une encapsulation con- 
forme a 1 1 invention ; 

La figure 2 est une vue en plan d'un cadre de mon- 
tage unique forme dans une partie d'une bande a elements 
25 poutres au cours de la fabrication de 1 1 encapsulation de la 
figure 1 ; 

La figure 3 est une vue de d§tail ex> perspective 
de l'extr£mite interieure de l'un des Elements poutres du 
cote avant de 1 1 encapsulation de la figure 1 ; 
30 La figure 4 montre une variante du detail de la 

figure 3' ; et 

La figure 5 est une vue en perspective, partielle- 
ment arrachee et en coupe, montrant plusieurs encapsulations 
cor.formes a 1' invention a I'inter.ieur d'un magasin du type 
35 reglette. 

La figure 1 montre, en perspective, un porte-puce 
qui consiste en un corps en matiere plastique post-moulee 10 
qui maintient en association les divers elements de l*encap- 



sulation et qui definit un profil de boltier convenajnt pour 
un equipement de manipulation du type a reglette. Le porte- 
puce est represents sous une forme partielleraeirt arrachee et 
• en coupe pour montrer la configuration des divers elements a 
5 l'interieur du corps en matiere plastique moulee 10. 

La puce de semi conduct eur 11 est placee a l'inte- 
rieur du corps 10. Sur le dessin, la face avant ou active de 
la puce se trouve du cSte superieur et elle porte un ensemble 
d* Electrodes 15 consistent en zones de metal destinees a 
10 1 • etablissement de connexions avec le circuit integre a semi- 
conducteur . 

L' interconnexion entre les electrodes 15 qui se 
trouvent sur la puce de semiconducteur 11 et les contacts 
extern es 13 s M effectue au moyen d' elements conducteurs 12* 
15 Sur la face avant de la puce, a l'interieur du boltier, les 
elements conducteurs 12 se terminent par des doigts 14 dont 
les bouts comprennent une zone destinee a la fixation sur 
une electrode de puce 15, le tenne "fixation" etant pris 
dans un sens qui englobe tous les moyens connus pour reali- 
20 ser une liaison conductrice, ces moyens comprenant, de fa^on 
non limitative, la fixation par thermocoiapression , la fixa- 
tion thermosonore et ultrasoncre, la fixation par i*n adhesif 
conducteur et eutectique, le soudage avec une matiere fusi- 
ble, le brasage, et diver ses formes de soudage par fusion. 
25 A l'exterieur du corps 10, les elements conducteurs 12 se 
terminent par des contacts externes 13, congus de fa§on a 
veuir en contact avec des zones de bornes sur un circuit 
d • interconnexion, qui peut comprendre des elements ceramiques 
a couches epaisses et a couches minces et des cartes de cir- 
30 cult imprime rigides et flexibles. De tels contacts peuven-t 
utiliser ' la pression d ! un ressort ou un certain mode de 
fixation, de soudage par fusion ou de soudage par une matiere 
fusible. Bien qu'ils soient representes dans ce mode de 
realisation sous la forme de pieds en L destines a etre mon- 
35 tes sur une surface, les conducteurs 12 et les contacts 13 
pourraient tout aussi bien etre adaptes a un autre type de 
connexion, comme par exemple par insertion dans des trous 
dans une piece de montage. Selcn une variante, les conduc- 



teurs 12 et les contacts ei?cernes 13 peuvent etre courbes 
dans la direction opposee par rapport a 1 ' orientation de la 
puce de semiconducteur. Ceci conduit a une connexion des 
electrodes 15 de la puce de semiconducteur 11 aire zones de 
5 bornes du circuit d 1 interconnexion qui est I 1 image dans un 
miroir de la connexion precedente, sans changements pour la 
puce de semiconducteur . II est important de noter que che- 
que element conducteur 12 est un element continu unique 
s'etendant depuis le doigt 14 de la face avant jusqu'au con- 

10 tact externe 13. II n'y a pas de connexions intermediates 
qui tendraient a augmenter le coGt et a reduire la fiabilite* 

Quatre languettes 15, relativement grandes et en 
forme de palettes,viennent en contact avec la face inferieure 
ou arriere de* la puce de semiconducteur 11, et ces languettes 

15 sont formees de fagon similaire dans la bande a elements 

poutres. A son tour, chaque languette 16 est connectee a une 
paire d* elements conducteurs 17 se terminant par des contacts 
externes 18, et elle est realisee d'un seul tenant avec ces 
elements.. Les elements conducteurs 17 sont places aux extre- 

20 mites des rangees d 1 elements conducteurs 12. Les languettes 
16 procurent un support mecanique d'aire elevee pour la puce 
de semiconducteur 11, ainsi qu'un contact thermique et ion 
contact electrique avec celle-ci, si on le desire. De fagon 
caracteristique, les languettes 16 sont fixees de maniere 

25 conductrice a la face arriere de la puce 11 et assurent la 
dissipation thermique a la fois par convection et conduction, 
et par l'etalement de la chaleur a 1' inter ieur de la puce de 
semiconducteur en siliciuxn. 

On peut egalement concevoir d*autres configurations 

30 de contacts de face arriere formees d r un seul tenant a paxtir 
du cadre de montage. Le nombre, la forme et la disposition 
des languettes 16 peuvent differer de ceux representes. A 
titre d' exemple, une autre configuration peut comporter deux 
languettes disposees de fagon centrale sur des cotes opposes 

35 de la puce, au lieu de se trouver dans les coins. On peut 
employer de fagon similaire des configurations tres diverses 
d* elements conducteurs pour les languettes. 

Des caracteristiques supplemenxaires de la structure 
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porte~puce de la figure 1 ressortiront de la maniere selon 
laquelle 1 'encapsulation est realisee. En particulier , la 
structure unitaire de chaque conducteur de coirtact^lS pour 
les contacts de la face avant et de chaque conducteur de 
5 contact 17 pour les contacts de la fase arriere decoule de 
la maniere selon laquelle le cadre de montage est f abriquS 
et assemble. La figure 2 montre une partie 20 d'une bande a 
elements poutres, d'un type congu de fagon a etre deplace 
entre deux bobines, avec un positionnement precis a des pos- 
10 tes de travail. Dans ce but, la bande est munie de trous 
d 1 entraSnement 22. Le trou triangulaire 31 est une marque 
d 1 identification et d 1 orientation . La bande 21 consiste de 
j fa$on caracteristique en une feuille de cuivre doree ayant 

! une 6paisseur caracteristique d* environ 0,1 mm. 

■ is Selon une variante, la feuille de cuivre peut 

I avoir une autre epaisseur et elle peut etre revetue avec 

d'autres metaux, comme 1'etain, ou elle peut ne pas etre 
revetue. De fagon similaire, on peut utiliser d f autres 
metaux conducteurs, comme 1* aluminium et des alli.ages. fer- 
i 20 reux" appropries, a la place de la feuille de cuivre. 

\ ' La figure 2 montre la partie 20 de la bande a 

' laquelle on a donne une forme definissant le cadre de monta- 

ge, et qui a ete assemblee, par fixation, a une puce de 
semiconducteur 23. Plusieurs etapes de fabrication sont 
25 intercalees entre la realisation de la bande a elements 
poutres et 1 f obtention-de la structure representee sur la 
figure 2. On forme tout d'abord sur la bande un masque 
. resistant a 1'attaque pour definir une configuration parti- 

: culiere du cadre de montage. Le masque deficit les divers 

30 elements conducteurs de contact 24 de la face avant et les 
elements- conducteurs de contact 26 qui sont relies aux lan- 
guettes de contact 27 de la face arriere. Les languettes de 
\ contact 27 de la face arriere sont egalement definies dans 

[ la bande, dans les vides "30 qui se trouvent dans les coins 

35 de la configuration du cadre de montage. Ainsi, le cadre de 
; montage est defini dans la bande dans un seul plan et il 

comprend le reseau d 1 elements conducteurs 24 qui se termi- 
nent par les contacts de la face avant, les elements ccnduc- 
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teurs 25 qui sont inutilisSs et les elements conducteurs 26 
qui se terminent par les languettes 27 de la face arriere. 

Comme le raontre la figure 2, l'aire de contact 
entre chaoune des languettes de la face arriere, 27. et la 
5 face arriere de la puce 23 represente environ 20% de l'aire 
de la face arriere, soit 8096 pour 1' ensemble des quatre 

languettes 27. 

On va maintenant passer a la figure 3 sur laquelle 
la partie d'extremite 41 d'un conducteur de contact de face 
10 avant, 24, de la figure 2 est representee retournee pour 
montrer le plot de fixation 43 au bout du conducteur, et la 
partie adjacente 42 de section transversale reduite. Cette 
configuration de la zone de fixation et de la partie de 
section transversale reduite est egaleraent formee au moyen 
15 d'une operation specialist de masquage et d'attaque. La 
partie adjacente 42 de section transversale reduite assure 
la liberation des contraintes induites par voie thermique 
afin d'eviter des ruptures de fixation au niveau du contact 
sur la puce de semiconducteur. 
20 - ••- La "figure 4 represente une autre configuration 

pour la partie d'extremite 51 du conducteur de contact de 
face avant. Dans cette configuration, il est avantageux de , 
former sur la puce de semiconducteur une electrode surelevee 
sur laquelle la zone 53 du conducteur est fixee. La libera- 
25 tion des contraintes est assuree par une partie 52 adjacente 
a la zone de fixation 53, avec une section transversale 
reduite pour la 'partie 52 comme pour la zone de fixation 53. 

Une fois que le cadre de montage est forme dans la 
bande a elements poutres, il peut §tre revgtu en tctalite ou 
30 en partie- avec une ou plusieurs couches minces de metal. On 
positionne ensuite le cadre de montage en contact avec une 
puce de semiconducteur 23, avec les bouts des elements con- 
ducteurs de contact de la face avant, 24, sur les electrodes 
23 de la puce de semiconducteur. Or, applique ensuite un 
35 outil pour fixer les plots de fixation 43 aux electrodes 28 
de la puce. Le cadre de montage represent! sur la figure 2 
comprend un reseau standard de ouatorze elements conducteurs 
sur chacun des quatre c8tes, ce qui fait ur. total de 56. 
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Ceci correspond A une configuration particulifere dans uno 
faraille de cadres de montage de taille et de forme similai- 
r«s. Conine il est represents les €lements conducteurs 
d' extremity 26, au nombre de huit au total, sent utilises 
5 pour^realiser des contacts externes pour les languettes de 
contact de la face arriere, 27. Les conducteurs de contact 
restants de la face avant sont disponibles pour connecter 
des electrodes de la puce de semiconducteur a des circuits 
eacternes. Cependant, tous les conducteurs ne sont pas 

10 necessairement utilises dans une structure particuliere de 
puce de semiconducteur, et c'est par exemple 2e cas du con- 
ducteur 25. Toutes les parties de conducteur dormant les 
contacts externes sont fabriquees et conservees a l»inte- 
rieur du corps moule afin d'ameliorer la resistance mecani- 

15 que et l'uniformite du boitier. Les elements inutilises, 

comme le conducteur 25,peuvent etre supprimes ulterieurement , 
en fonction de necessites particulieres de la conception. La 
languette 32 formee sur un conducteur 24 particulier assure 
1 'identification. 

20 " 011 voi * Que c'est ici que reside la souplesse de 

conception de cette configuration de cadre de montage. De 
simples changements de la conception du masque d'attaque pey- 
jaettent de produire une variete de configurations d' elements 
Conducteurs, ce qui permet d' accepter une grande variete de 
25 configurations d' electrodes sur la face avant de la puce de 
semiconducteur 23. Les elements conducteurs 24 des contacts 
de la face avant peuvent avoir diverses configurations aux 
eactremites des conducteurs de la face avant et diverses 
extremites de conducteurs ^peuvent etre suppriiaees pour 
30 s'adapter'a diverses configurations d 'electrodes 28 sur la 
surface avant de la puce. Si on le disire, on peut egalement 
modifier la foriae ou 1 ' emplacement des languextes de contact 
27 de la face arriere r ou les supprimer parti el lement, comme 
decrit precedemment. Seloh une variante, on peut supprimer 
35 certaines des languettes de contact 27 de la face arriere, 
et on peut utiliser leurs conducteurs respectifs 26 pour la 
connexion a des electrodes 28 de la puce de semiconducteur. 

Une fois que les conducteurs de contact de la face 
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m t 24. «t «t« ttxfa aux electrodes 28 sur la puce 
S^IU«r 23. on boMne la >ande. « 
Ue^cnt une piece intercalate o_ui fait « "~ £^ 
L e . de semiconducteur soient suspendues par les conduc 

« autre traitexnent. Ainsi, par exemple. on peut sou = e " r 
Ta £L co.pl.te a un traite^nf d'ense^le constant en 
LVLersion dans un >ain de nettcyage cu un .raiment 

dans un four d'etuvage. 
l0 La fcande est ensulte «•»*• a un autre poste oe 

p P r;:= ««. p.- :r - ^ 

on accomplif ee«. operation a aide ^ 
19 a pller Us layettes dans la zone - . a. 

„ desalt ,ul est d. ^ ' de 

ae r=n; :: rr^z^^ - — « — 

,0-ducteur. ^ ^ ^ J? ae faM 

p eu ver.t Stre «— de nanUre conducts par *•» «» 1«~ 
^Tde. d<vers ^oyens desisnes precedent par 1. terme 
,ue des d vers y 4i « trl<I u. ou tharmlqua 

•■fixation", pour etaoi-r un „.,,,.- d e la matiere 

» -« !es lances « la ^ ™ ^ ^„ dar . s 

4poxya , citric or 1 ^ x , ^erocnnexlc, 
un four. Comroe on 1 a ansuquc h 

B ,„t «•«. tobtne, avec des contacts etaOUs sux 1 «r»t 
I. SU r 1' airier, de la puce de semiconduoteurr , de la 
I™ r He £e cl-dessus. est Introduce dans - r,=ule eans 

- ^ n f r i=: r ri^rs.-^- 

...we de la ouce de semiconducteur. avan- 1 opera 
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de aoultgft* Ce revitement peut consiater on une aatl&re 
6poueant la forme de son subs t rat, comme un caoutchouc aux 
silicones appropri* qui se vulcanise & la temperature smbian- 
te. 

5 Dans un exeraple particulier, le corps lO est moulfc 

par injection en utilisant une matiere thermoplastique tell£ 
que le Ryton BR06-A. Le Ryton est une marque de la. firme 
Phillips Petroleum Corp. Une matiere thermoplastique ne 
n^cessito g6n6raleiuent pas une p£riode de durcissement apr£s 

10 moulage, et 1' operation de moulage peut 8tre accompli e en une 
durfee de l'ordre de quelques secondes, soit de fa$on caractfi- 
ristique d 1 environ six £, vingt secondes. 

Le corps 10 moul£ par injection peut, Stre f ormfi 
simultan&nent* a plusieurs emplacements de la.-bande et I'appa- 

15 reil de moulage peut recevoir plus d'une bande. Ensuite, dans 
un autre traitement de bobine a bobine, on Sbavuzs les bo£tiexs 
pour enlever la matiere de moulage en exchs et on les nettoie 
Enfin, dans un autre traitement de bobine 4 bobine, on sectionne 
la "bande* pour en sepaxer chaque boStier moulS, et on effec- 

20 ifue la mise en forme et la finition des conduct eurs externes. 
On'introduit ensuite automatiquement les boltiers individuels, 
avec une orientation uniforme, dans un magasin du type 
reglette. Une caracteristique des operations de sectionnement, 
de finition et de pliage consiste en ce qu'elles sent acccm- 

25 plies apres l f operation de moulage du boitier. II existe done 
automatiquement un support mecanique pour la structure de 
cadre de montage pendant ces operations. On evite ainsi l'uti- 
lisation de dispositifs de maintien speciaux ou d'autres 
supports pour eviter le gauchissement ou la deformation de la 

30 structure *de cadre de montage pendant les operations de tra- 
vail du metal. 

En se reports! t a la figure 5, on voit une partie 
61 d'unmagasin du type reglette qui contient plusieurs boS- 
tiers 62, 63, 64. Les corps en matiere plastique de chacun 

35 des boltiers 62, 63, 64 portent sur les rails internes 66*67, 
72-73, 74-75. Ces rails assurent la- suspension des boltiers 
dans la reglette de telle maniere que les conducteurs exter- 
nes 71 ne viennent en contact avec aucune des surfaces inter- 



nes de 1* r*glette. Ljl configuration do suspension par rails 
6tablit igalement un digagement tout autour du bottler de 
fa$on que les dfibris presents & l'lnt<rieur de la r*glette 
ne gSnent pas le mouvexoant des bottlers. Les coins 69 des 
5 bottlers moulds s'itendent au-del3t des conducteurs externes 
71 et font en sorte que les conducteurs d*un boltier ne 
viennent pas en contact avec ceux d'un bottler adjacent ou 
avec les rails lat6raux 72-73. 

II est tres avantageux de oanipuler les bottlers 

10 lorsqu'ils sont charges dans des r§glettes k partir 

desquelles ils peuvent Stre distribu6s et dans lesquelles 
ils peuvent Stre r^introduits au cours de di verses op&rations 
de test, de vieillissement, ou autres. 

II va de sci que de nombreuses modifications 

15 peuvent Stre apportSes au dispositif decrit et represent^, 
sans sortir du cadre de l f invention. 
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RZVENDICATIONS 

1. Encapsulation pour une puce de circuit int€gre 
semiconducteur (11, 23), la puce comportant une face avant 

et une face arriere, la face avant portant des electrodes 
5 (15, 28), et 1' encapsulation comprenant un corps moule (10) 
qui enferme la puce, et des premiers elements conducteurs en 
une seule piece (12, 24) qui sont connectes a des electrodes 
(14, 28) respectives et qui comportent des parties de con- 
tact (13) d ! un seul tenant, a l'exterieur du corps (10), 
10 caracterisee en ce qu'elle comporte des seconds elements 
conducteurs en une seule piece (17, 26), realises d'un seal 
tenant avec des lar^guettes . (16, 27) d'aire elev€e qui sont 
en contact avec la face arriere de la puce (ll, 23). 

2. Encapsulation selon la revendication 1, carac- 
15 teris§e en ce que les seconds elements conducteurs en une 

seule piece (17) comportent au moins une partie de contact 
(18) realisee d'un seul tenant a l'exterieur du corps (10), 
pour chacune des languettes (16, 23). 

3. Encapsulation selon 1'une quelconque des reven- 
20 dications 1 ou 2, dans laquelle le corps (10) a un contour 

de forme generale rectangulaire, lorsqu'il est vue en plan, 
caracterisee en ce que les coins (19, 69) du corps (10) font 
sail lie a partir du corps de fagon a proteger les parties 
de contact externes (13, 18) des elements conducteurs. 
25 4 - Encapsulation selon la revendication 3, carac- 

terisee en ce que la paire de parties de contact externes 
(18) qui est adj&cente a chaque coin est formee d'un seul 
tenant avec l'une respective des languettes (16, 27). 

m 5. Encapsulation selon l'une quelconque des reven- 
30 dications 1 a 4, caracterisee en ce que les premier et 

second elements conducteurs (12, 17, 24, 26) et les languet- 
tes (16, 27) sont tous formes a partir d'une seule feuille 
de metal (20). 

6, Encapsulation pour un circuit integre, telle 
35 que decrite ci-dessus et representee aux dessins annexes. 

BRUXELLES, 19 ? 6 NOV. 1331 
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